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TSIA 2022年第四季暨2022全年台灣IC產業營運成果出爐

根據WSTS統計，22Q4全球半導體市場銷售值達1,302億美元，較上季(22Q3)衰退7.7%，較2021年同期(21Q4)衰退14.7%；銷售量達2,522億顆，較上季(22Q3)衰退8.9%，較2021年同期(21Q4)衰退12.6%；ASP為0.516美元，較上季(22Q3)成長1.4%，較2021年同期(21Q4)衰退2.4%。

22Q4美國半導體市場銷售值達340億美元，較上季(22Q3)衰退5.8%，較2021年同期(21Q4)衰退6.6%；日本半導體市場銷售值達119億美元，較上季(22Q3)衰退2.3%，較2021年同期(21Q4)成長0.6%；歐洲半導體市場銷售值達133億美元，較上季(22Q3)衰退1.7%，較2021年同期(21Q4)成長3.3%；中國大陸市場379億美元，較上季(22Q3)衰退12.4%，較2021年同期(21Q4)衰退26.4%；亞太地區半導體市場銷售值達331億美元，較上季(22Q3)衰退8.0%，較2021年同期(21Q4)衰退17.1%。

2022年美國半導體市場總銷售值達1,409億美元，較2021年成長16.0%；日本半導體市場銷售值達480億美元，較2021年成長10.0%；歐洲半導體市場銷售值達538億美元，較2021年成長12.7%；中國大陸市場銷售值達1,803億美元，較2021年衰退6.3%；亞太地區半導體市場銷售值達1,504億美元，較2021年衰退0.1%。2022年全球半導體市場全年總銷售值達5,735億美元，較2021年成長3.2%。
工研院產科國際所統計2022年第四季(22Q4)台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新臺幣11,971億元(USD$40.2B)，較上季(22Q3)衰退3.7%，較2021年同期(21Q4)成長8.2%。其中IC設計業產值為新臺幣2,600億元(USD$8.7B)，較上季(22Q3)衰退12.5%，較2021年同期(21Q4)衰退18.1%；IC製造業為新臺幣7,699億元(USD$25.8B)，較上季(22Q3)成長0.8%，較2021年同期(21Q4)成長25.5%，其中晶圓代工為新臺幣7,234億元(USD$24.3B)，較上季(22Q3)成長1.5%，較2021年同期(21Q4)成長33.9%，記憶體與其他製造為新臺幣465億元(USD$1.6B)，較上季(22Q3)衰退8.8%，較2021年同期(21Q4)衰退36.6%；IC封裝業為新臺幣1,140億元(USD$3.8B)，較上季(22Q3)衰退10.2%，較2021年同期(21Q4)衰退5.0%；IC測試業為新臺幣532億元(USD$1.8B)，較上季(22Q3)衰退4.1%，較2021年同期(21Q4)衰退3.3%。新臺幣對美元匯率以29.8計算。
工研院產科國際所統計2022年台灣IC產業產值達新臺幣48,370億元(USD$162.3B)，較2021年成長18.5%。其中IC設計業產值為新臺幣12,320億元(USD$41.3B)，較2021年成長1.4%；IC製造業為新臺幣29,203億元(USD$98.0B)，較2021年成長31.0%，其中晶圓代工為新臺幣26,847億元(USD$90.0B)，較2021年成長38.3%，記憶體與其他製造為新臺幣2,356億元(USD$7.9B)，較2021年衰退18.2%；IC封裝業為新臺幣4,660億元(USD$15.6B)，較2021年成長7.0%；IC測試業為新臺幣2,187億元(USD$7.3B)，較2021年成長7.7%。新臺幣對美元匯率以29.8計算。
2022年台灣IC產業產值統計結果

	億新台幣
	22Q1
	季成長
	年成長
	22Q2
	季成長
	年成長
	22Q3
	季成長
	年成長
	22Q4
	季成長
	年成長
	2022
	年成長
	23Q1 (e)
	季成長
	年成長

	IC產業產值
	11,592 
	4.8%
	28.1%
	12,372 
	6.7%
	25.4%
	12,435 
	0.5%
	14.6%
	11,971 
	-3.7%
	8.2%
	48,370 
	18.5%
	10,665 
	-10.9%
	-8.0%

	IC設計業
	3,300 
	3.9%
	26.8%
	3,450 
	4.5%
	12.4%
	2,970 
	-13.9%
	-10.0%
	2,600 
	-12.5%
	-18.1%
	12,320 
	1.4%
	2,520 
	-3.1%
	-23.6%

	IC製造業
	6,667 
	8.7%
	33.3%
	7,197 
	7.9%
	36.2%
	7,640 
	6.2%
	30.2%
	7,699 
	0.8%
	25.5%
	29,203 
	31.0%
	6,545 
	-15.0%
	-1.8%

	晶圓代工
	5,969 
	10.5%
	36.5%
	6,514 
	9.1%
	43.0%
	7,130 
	9.5%
	40.3%
	7,234 
	1.5%
	33.9%
	26,847
	38.3%
	6,135 
	-15.2%
	2.8%

	記憶體與其他製造
	698 
	-4.9%
	11.3%
	683 
	-2.1%
	-6.4%
	510 
	-25.3%
	-35.3%
	465 
	-8.8%
	-36.6%
	2,356
	-18.2%
	410 
	-11.8%
	-41.3%

	IC封裝業
	1,100 
	-8.3%
	11.8%
	1,150 
	4.5%
	12.7%
	1,270 
	10.4%
	10.4%
	1,140 
	-10.2%
	-5.0%
	4,660 
	7.0%
	1,080 
	-5.3%
	-1.8%

	IC測試業
	525 
	-4.5%
	14.1%
	575 
	9.5%
	17.3%
	555 
	-3.5%
	4.7%
	532 
	-4.1%
	-3.3%
	2,187 
	7.7%
	520 
	-2.3%
	-1.0%

	IC產品產值
	3,998 
	2.3%
	23.8%
	4,133 
	3.4%
	8.8%
	3,480 
	-15.8%
	-14.9%
	3,065 
	-11.9%
	-21.6%
	14,676 
	-2.3%
	2,930 
	-4.4%
	-26.7%

	全球半導體市場(億美元)及成長率(%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,735 
	3.2%
	-
	-
	-


資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2023/02)
2019 ~ 2023年台灣IC產業產值
	億新臺幣
	2019
	2019
成長率
	2020
	2020
成長率
	2021
	2021
成長率
	2022
	2022
成長率
	2023 (e)
	2023 (e)
成長率

	IC產業產值
	26,656
	1.7%
	32,222
	20.9%
	40,820
	26.7%
	48,370
	18.5%
	45,643
	-5.6%

	IC設計業
	6,928
	8.0%
	8,529
	23.1%
	12,147
	42.4%
	12,320
	1.4%
	10,800
	-12.3%

	IC製造業
	14,721
	-0.9%
	18,203
	23.7%
	22,289
	22.4%
	29,203
	31.0%
	28,213
	-3.4%

	晶圓代工
	13,125
	2.1%
	16,297
	2.1%
	19,410
	19.1%
	26,847
	38.3%
	26,486
	-1.3%

	記憶體與其他製造
	1,596
	-20.4%
	1,906
	19.4%
	2,879
	51.0%
	2,356
	-18.2%
	1,727
	-26.7%

	IC封裝業
	3,463
	0.5%
	3,775
	9.0%
	4,354
	15.3%
	4,660
	7.0%
	4,500
	-3.4%

	IC測試業
	1,544
	4.0%
	1,715
	11.1%
	2,030
	18.4%
	2,187
	7.7%
	2,130
	-2.6%

	IC產品產值
	8,524
	1.3%
	10,435
	22.4%
	15,026
	44.0%
	14,676
	-2.3%
	12,527
	-14.6%

	全球半導體市場(億美元)及成長率(%)
	4,123 
	-12.0%
	4,404 
	6.8%
	5,559 
	26.2%
	5,735 
	3.2%
	5,502 
	-4.1%


資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2023/02)
說明：
· 註：(e)表示預估值(estimate)。
· IC產業產值=IC設計業+IC製造業+IC封裝業+IC測試業。

· IC產品產值=IC設計業+記憶體與其他製造。

· IC製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。

· 上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。
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